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【はじめに】我々は、積層メタル技術を用いた小型かつ低ノイズな静電容量型MEMS慣性センサ

の研究開発を行っている[1]。本センサを人体動作検出等に用いる場合、デバイスの挙動と封止環

境の関係を調査する必要がある。本研究では、試作したセンサの封止環境における温度依存性[2]

について検討を行ったので報告する。 

【内容】本検討を実施するために、図 1に示すようにMEMS慣性センサをセラミックパッケージ

に実装し、i) 大気、ii) 乾燥窒素、iii) 真空（40 Pa）の条件でそれぞれシーム溶接によって封止を

行った。封止したデバイスを恒温槽（ESPEC SH-661）に入れ、温度変化テストとして-50度から

100 度まで変化する温度プロファイルを与えた際のデバイスの容量値を測定した。また、温度変

化テスト前後におけるデバイスの機械的共振周波数特性も評価した。 

【結果】温度変化テストの結果を図 2 に示す。これより、大気封止条件の温度係数が最も小さい

(3.93 fF/oC)ことがわかった。また、テスト前後における機械的共振周波数特性の変化は無いこと

を確認した。本発表では、恒温槽を一定温度とした際のドリフト特性についても報告予定である。 
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Fig. 1 Multi-layer metal MEMS inertial sensor encapsulated 

in a ceramic package. 

Fig. 2. Thermal profile and capacitance change of MEMS sensors 

with three sealing ambient under the temperature change test. 
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